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publication de base incorporant 'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1
et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état
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Des renseignements relatifs a la date de
reconfirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs a des questions a I'étude et
des travaux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste des
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Publié annuellement et mis a jour régulieteme
(Catalogue en ligne)*
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comme périodique i

Terminologie, sy@

et littéraux

* Symboles littéraux a

e la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisablessuyr /& matériel. Index, relevé et
compilation des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publicétion

atalogue of IEC publications
ublished yearly with regular updates
On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and as a
printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, |IEC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, survey and
compilation of the single sheets and |EC 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DEVERMINAGE SOUS CONTRAINTES -

Partie 2: Composants électroniques

AVANT-PROPOS

de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la La CEI™q pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisat omames de

2) o . i i rese ent dans Ia mesure

3) ationales. Ils sont publiés
es Somités nationaux

4) ' ‘unification i i ité i e’la CEl s'engagent a appliquer de

nternatighales de la CEl dans leurs normes

et la norme nationale ou régionale

5) ndication d’approbation et sa responsabilité

6) i iré i ins, des é de la présente Norme internationale peuvent faire

FDIS Rapport de vote

56/636/FDIS 56/642/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Les annexes A, B et C sont données uniqguement a titre d’'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

RELIABILITY STRESS SCREENING —

Part 2: Electronic components

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for sfandard ation comprising

participate in this preparatory Work International, n-go izations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates cIo i \ \ al Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions deterpii e 2 e
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technica
international consensus of opinion on the relevant subjects g
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of re

4) In order to promote international unificatio

5) The IEC provides no marking procegu

6) Attention is drawn to th

International Stan; d

Dependability.

The text of thyis is\based on the following documents:

\ FDIS Report on voting
\/ 56/636/FDIS 56/642/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annexes A, B and C are for information only.



IEC 61163-2 Ed. 1.0 - Preview only Copy via ILNAS e-Shop

-6 - 61163-2 © CEI:1998

INTRODUCTON

Bien que développé initialement comme outil d'obtention de la fiabilité pour des systémes
fonctionnant dans des conditions d'environnement séveéres, le déverminage sous contraintes a
émergé, dans la profession des fabricants de matériel électronique, comme étant une
technique permettant d'atteindre le niveau de zéro défaut pour les nouveaux produits.

Le déverminage sous contraintes a prouvé qu'il était un outil efficace pour

a) identifier et éliminer les défectuosités dues a une mauvaise conception des composants et
a des problémes de fabrication,

b) trier les composants pour les amener & un niveau de fiabilité plus élevé que les valeurs
publiées,

c) fournir des informations permettant I'adaptation des processus
serrées pour minimiser la variabilité des parametres.

imites tres

la” fiabilité d'un
condxaintes pliquées peuvent
era es be gficés potentiels. Il est

plus avantageux de renforcer le controle des prg n. Cependant, cette
meéthode peut ne pas étre pratique, par exempte gs composants dont la
fiabilité est plus faible que la fiabilité a erminage sous contraintes pour
améliorer les caractéristiques de compgosants \ Ser un probleme de logistique,

lorsque des composants similaires a ¢ 2 : t pas disponibles a une date

Lorsque des composants oqt éte ontraintes pour étre utilisés dans un
systeme particulier, soit g Nt C S8 pécessaire a la réparation, pour toute la
durée de vie du systéne | ' Ie déput du programme, soit l'utilisateur s'assure
gue la documentatio ante pour contrdler I'approvisionnement en

composants de pposants de remplacement sont déverminés de
fagon similaire.
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INTRODUCTION

Although first developed as a tool for designing reliability into systems that operate in harsh
environmental conditions, reliability stress screening has emerged as a technique in the
electrotechnical manufacturing community that is useful if the drive toward zero defect levels in
new products is to continue.

Reliability stress screening has proved to be an effective tool in

a) identifying and removing flaws due to poor component design and manufacturing
deficiencies,

b) screening parts to a tighter specification than those published,

c) providing feedback to enable the streamlining of processes to achije ight limits in
order to minimize parameter variability.

ing to upgrade component
screened components are

9,




